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(57) Abstract: The invention relates to a method for struc- 
turing a substrate (1) surface consisting in elastically expand- 
ing said substrate (1) by applying tensile stress in such a man- 
ner that a superficial area thereof is increased and simultane- 
ously a structure is produced. Afterwards, a structure is pro- 
duced in said superficial area and increased with respect to a 
structure to be produced. For this purpose, at least one type 
of solution containing at least one solid dissolved in a sol- 
vent is applied to the substrate (1). Afterwards, the solvent 
is extracted from the substrate (1) surface, while the solid re- 
mains thereon. The expansion of the substrate (1) is partially 
reversible by reducing or removing the tensile stress in such 
a way that the size thereof is reduced to the size of the struc- 
ture (1) to be produced. The material of the substrate (1) can 
be exposed to a tensile stress in order to reduce the size of 
the structure to the size of the structure to be produced. 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur 
Strukturierung der Oberflache eines Substrats (1) wird 
ein bereitgestelltes Substrat (1) durch Aufbringen einer 
Zugspannung derart elastisch gedehnt, dass sich ein 
Oberfiachenbereich des Substrats (1), in dem eine Struktur 
erzeugt werden soil, vergrossert. Danach wird in dem 
Oberflachenbereich eine Struktur erzeugt, die gegenUber 
einer herzuste Denden Struktur vergrossert ist. Dazu wird 
minclestens eine Ldsung auf das Substrat laufgebracht, die 
wenigstens einen in einem Losungsmittel gelosten Feststoff 
enthalt. Das Losungsmittel wird danach von der Oberflache 
des Substrats 1 entfernt, so dass der Feststoff zuriickbleibt. 
Die Dehnung des Substrats (1) wird durch Reduzieren oder 
Entfernen der Zugspannung zumindest teilweise ruckgangig 
gemacht, derart, dass sich die Grosse der 
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Struktur (1) auf die Grosse der herzustellenden Struktur (1) reduziert. In dem Werkstoff des Substrate (1) kann auch eine Druckspan- 
nung erzeugt werden, um die Grosse der Struktur auf die Grosse der herzustellenden Struktur zu reduzieren. 



